Namystéw, dnia 11.09.2015 r.

GK.6220.8.2015

w/g rozdzielnika

W  zwigzku z wnioskiem z dnia 07.09.2015 r. Zakladu ,Diehl Controls Polska”
Sp. z o. 0., ul. Pulaskiego 6, 46-100 Namystow, zostalo wszczete postegpowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego
na zmianie sposobu uzytkowania przestrzeni infrastrukturalnej Zakladu ,,Diehl Controls Polska”
Sp. z o. o. poprzez powigkszenie linii produkcyjnej wraz z budowa nowych obiektéw
budowlanych. W zalaczeniu przekazuj¢ akta sprawy z prosba o opini¢ w sprawie koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na sSrodowisko - zgodnie z art. 64 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2013 1., poz. 1235 z pdzn. zm.).

Planowana inwestycja realizowana bedzie w 3 etapach:

. Etap I (A) polegal bedzie na budowie hali magazynowej o powierzchni 1650 m*
skladajacej si¢ z jednej kondygnacji oraz lacznika z magazynem (tzw. ZEM);

. Etap II (B) polegat bedzie na budowie budynku produkcyjno — socjalno - biurowego
o powierzchni catkowitej 4660 m” sktadajacego sie¢ z dwoch kondygnacii;

. Etap HI (C) polegal bedzie na budowie hali produkcyjnej o powierzchni 3130 m*
sktadajacej si¢ z jednej kondygnaciji.
Ponadto planuje si¢ budowe:

e stacja trafo o powierzchni 23,8 m® sktadajaca si¢ z jednej kondygnacji;

e budynek sprezarkowni o powierzchni 66,0 m® sktadajacy sie z jednej kondygnacii,

e wiata magazynowa na palety,

e wiata magazynowa na odpady,

e szczelny zbiornik podziemny do celéw pozarowych.

Do przedmiotowej inwestycji planuje si¢ wykonanie utwardzent zewnetrznych w postaci drég
dojazdowych, pozarowych, placéw manewrowych oraz parkingu.

T.aczna powierzchnia zabudowy projektowanej wynosi¢ bedzie 7 765,00 m? natomiast
powierzchnia terenu utwardzonego projektowanego 8 210,00 m”.

W budynkach znajduja si¢ pomieszczenia produkeyjne oraz cze¢sé administracyjno — biurowa.
Inwestor stosuje w produkcji rozwinigte technologie. W zakladzie obecnie znajduja si¢
nastepujace elementy:

¢ linie montazu powierzchniowego SMD plytek elektronicznych;

e maszyny do montazu elementow axialnych, radialnych;

e linie lutownicze i stanowiska montazu elementéw elektronicznych;
e maszyny do lutowania selektywnego;

e maszyny do nadruku paneli do sprzetu AGD;

e pomieszczenie do montazu wyswietlaczy TFT;



e urzadzenia testowe;
e pomieszczenia laboratorium jakosci 1 testow niezawodnosci;
e narzedziownia-warsztat;

e pomieszczenia socjalne 1 administracyjno-biurowe.

Na 13 liniach montazu powierzchniowego SMD wyposazonych w sitodrukarki pasty
lutowniczej DEK, maszyny SIPLACE uktadajace komponenty SMD oraz piece lutownicze
REHM odbywa si¢ proces lutowania.

Obwody drukowane ukladane sa w tzw. magazynkach, a nastepnie przemieszczane linia
tasmowa do sitodrukarki, gdzie nastepuje nanoszenie pasty lutowniczej. Pasta nakladana jest
przez szablon lutowniczy, przecierany $rodkiem czyszczacym. Po przejsciu tak przygotowanych
plytek do automatu SMD nastepuje nakladanie poszczegélnych komponentéw. Tak
przygotowana plytka przechodzi do pieca Rehm, gdzie nast¢puje lutowanie rozplywowe w piecu
konwekcyjnym w ostonie azotu. Caly cykl przebiega automatycznie. Montaz komponentéw SMD
przebiega réwniez poprzez nakladanie kropek kleju dozownikiem kleju, naktadanie
komponentéw SMD w maszynach Siplace, utwardzanie kleju w piecu Rehm.

Po montazu powierzchniowym plytka elektroniczna uzbrajana jest w elementy axialne
1 radialne na 4 maszynach VCD oraz 3 maszynach RADIAL.

Po montazu automatycznym plytka w zaleznosci od typu wedruje na jedna z 8 linii montazu
recznego. Kazda z linii wyposazona jest od 5 do 9 stanowisk pracy. Po uzbrojeniu recznym plytka
lutowana jest w ramie lutowniczej na fali (w piecu lutowniczym).

Na tym etapie pracownicy recznie montuja komponenty elektroniczne na plytke drukowana,
ktéra w ramie lutowniczej trafia transportem do pieca, gdzie nastepuje pokrycie topnikiem
wyprowadzen komponentéw montowanych w plytce drukowanej, a nast¢pnie lutowanie
wmontowanych do plytki komponentéw w piecu lutowniczym. Po przejsciu lutowania nastgpuje

kontrola wyrobu. Dodatkowe czynnosci przy tej operacji to mycie ram lutowniczych
w specjalnych myjkach.

Po montazu recznym plytki elektroniczne sg rozdzielane za pomoca 4 frezarek i przechodza
na stanowiska testowania komponentow elektronicznych i pakowania.

Alternatywnie lub dodatkowo bardzo specyficzne komponenty sa lutowane na 5 maszynach
do lutowania selektywnego.

Produkcja paneli sklada si¢ z etapu nadruku estetycznego na panelach za pomoca
5 tampodrukarek. Panele taczone sa wraz z wczesniej wyprodukowang elektronika w kompletny
panel sterujacy w 4 gniazdach produkcyjnych. W procesie wykorzystywane sa réwniez
3 niezalezne stanowiska przygotowania paneli (usuwania ladunkéw powierzchniowych) typu
plasma i corona treatment.

Czyste obudowy (panele) dostarczone 2z magazynu sa nadrukowywane zgodnie
z wymaganiami klienta na maszynie do tampodruku. Nadruk nastepuje w efekcie przeniesienia
farby przez silikonowy tampon z kliszy bezposrednio na produkt. Nastepnie nadrukowane czesci
sg uzbrajane w elementy (blaszki, pélprzewodniki, folie dotykowe, itp.). Przygotowane panele
trafiaja na stanowisko montazu recznego, gdzie taczone sa z plytka elektroniczna. Panele moga
by¢ wyposazane w komponenty dodatkowe (przyciski, diody, wyswietlacze). Za pomocg prostych
narzedzi laczy si¢ pozostale komponenty i testuje oraz sprawdza funkcjonalnos¢. Nastepnie
produkt jest pakowany i wysylany do klienta na palecie.

Linia montazu wyswietlaczy TFT to indywidualne stanowiska montazu recznego.



Montaz dotykowego wyswietlacza polega na polaczeniu dwéch etapdéw procesu. Pierwszy
polega na przyklejeniu do frontowej powierzchni folii reagujacej na dotyk (ITO) oraz drugiego
polegajacego na montazu panelu przedniego, wyswietlacza oraz elektroniki w jedna obudowe.

Proces klejenia folii dotykowej podlega szczegdlnym wymaganiom czystosci powietrza oraz
zachowania szczegdlnych zasad ochrony osobistej w celu redukcji ilosci zanieczyszczen

mogacych by¢ na wyswietlaczu.

Kolejny etap stanowi standardowy proces montazu plytek elektronicznych z zachowaniem
dodatkowych zasad czystosci na stanowiskach pracy.

Ostatnim etapem przed spakowaniem i wysyltka jest proces testowania wyrobu. Urzadzenia
testowe robig dwa rodzaje testow: test komponentow oraz test funkcjonalny.

W laboratorium przeprowadzane sg testy S$rodowiskowe, funkcjonalne, mechaniczne
1 wytrzymalo$ciowe urzadzen elektronicznych oraz komponentéw uzywanych do ich produkcji za
pomoca urzadzen testowych.

Prowadzone na narzedziowni prace polegaja na obrobee skrawaniem (toczenie, szlifowanie,
frezowanie) plyt, elementéw i detali ze stali, metali kolorowych (aluminium, braz, mosiadz)
1 réznego rodzaju tworzyw sztucznych potrzebnych do tworzenia oprzyrzadowania pod
zapotrzebowanie produkcyjne — wykonanie przyrzadoéw pod nowe projekty, regeneracja zuzytego
oprzyrzadowania. Prace warsztatu i dzialu utrzymania ruchu zakladu polegaja na utrzymaniu
w sprawnosci eksploatowanego parku maszynowego, instalacji oraz obiektow Zaktadu.

Po zrealizowaniu przedmiotowego przedsigwziecia Zaklad bedzie kontynuowal ten sam
rodzaj technologii, jednakze ilo$¢ produkcji zostanie zwigkszona o 100%.

W czasie realizacji inwestycji wystapi:
® przemijajace zanieczyszczenie powietrza (emisja substancji do powietrza ze spalania paliw -
transport),
e wytworzenie odpadow,
e zwigkszenie poboru wody oraz wigksza emisja Sciekow,
e okresowe podwyzszenie istniejacego klimatu akustycznego.

Na etapie realizacji inwestycji zroédlem oddzialywan w zakresie wplywu na stan czystosci
powietrza beda: pojazdy transportujace materialy, maszyny budowlane, procesy spawania.

Emisja wystepowac bedzie okresowo, tj. w czasie godzin prowadzenia prac montazowych.

Na etapie montazu oddzialywanie inwestycji na jako$¢ powietrza bedzie niewielkie
1 ograniczone do najblizszego obszaru.

W zwiazku z montazem instalacji przewiduje si¢ prace budowlane na zewnatrz, jak
i wewnatrz obiektow.

Na ectapie realizacji inwestycji, dzialalno§¢ wykonawcy moze byé zwiazana
z wytworzeniem odpadéw, ktére zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) klasyfikuja si¢ do
grupy 151 17. Odpady beda przekazywane uprawnionym podmiotom posiadajacym odpowiednie
decyzje w zakresie gospodarowania odpadami oraz zapewniajacych ich wlasciwe
zagospodarowanie lub wpis do rejestru, jesli bedzie obowiazujacy rejestr w ramach BDO (Baza
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Podmioty wraz z przejeciem
odpadow przejma réwniez odpowiedzialnos$¢ za dalszy sposéb postepowania z nimi okreslonymi



w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pdzn.
zm.).

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatkach nr 1271, 852/12 i 852/13 k.m. 4
potozonych w Namystowie przy ul. Pulaskiego 0.

Planowane przedsigwziccie zakwalifikowano do kategorii przedsiewzi¢é, o ktorych mowa
w § 3 ust. 1 pkt. 52 ppkt. b - rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397 z pézn. zm.).

Sprawe prowadzi:
Tlona Koztowska - stanowisko ds. ochrony srodowiska i gospodarki odpadami komunalnymi tel. 77/419 03 45.

Z up. Burmistrza
/-/ Roman Kania



